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1 Nazwa Organizowanego Szkolenia: 

 
IPC-7711A/7721A – Naprawa i Modyfikacja Uk
adów Elektronicznych oraz P
yt 

Drukowanych – Komponent II 

2 Sesje Szkoleniowe z Wykazem Niektórych, Istotniejszych Zagadnie� : 

 Wst� p: 

�  przedstawienie programu szkolenia, 

�  przedstawienie trenerów i uczestników, 

�  zasady panuj� ce podczas szkolenia (kontrakt),  

�  poznanie si�  wzajemne uczestników szkolenia, 

 

1. Metody demonta� u komponentów elektronicznych: 

�  Usuwanie warstwy pokrywaj� cej: 

�  Identyfikacja warstwy pokrywaj� cej, 

o Metoda z wykorzystaniem rozpuszczalnika, 

o Metoda z
uszczenia, 

o Metoda termiczna, 

o Metoda � cierania/zeskrobywania 

o Metoda mikro podmuchów (piaskowania), 

�  Demonta�  komponentów przewlekanych, 

o Metoda rozlutowywania wykorzystuj� ca podci� nienie, 

o Metoda rozlutowywania wykorzystuj� ca podci� nienie – cz�� ciowo 

zagi� te, 

o Metoda rozlutowywania wykorzystuj� ca podci� nienie – ca
kowicie 

zagi� te, 
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o Ca
kowicie zagi� te – metoda prostowania, 

o Ca
kowicie zagi� te – metoda z wykorzystaniem ta� my, 

�  Demonta�  z
� cza i PGA, 

o Metoda z wykorzystaniem fali selektywnej, 

�  Demonta�  komponentu Chip, 

o Rozwidlona ko� cówka (grot), 

o Metoda z wykorzystaniem termopincety, 

o Metoda z wykorzystaniem gor� cego powietrza, 

�  Demonta�  komponentu beznó� kowego, 

o Metoda z owijaniem lutowiem, 

o Metoda z topnikiem, 

�  Demonta�  komponentu SOT, 

o Metoda z topnikiem, 

o Metoda z topnikiem – termopinceta, 

o Metoda z wykorzystaniem r� czki do nadmuchu gor� cego powietrza, 

�  Demonta�  komponentu z wyprowadzeniami w kszta
cie skrzyd
a mewy 

(wyprowadzenia z dwóch stron), 

o Metoda z mostkiem lutowniczym, 

o Metoda z owijaniem lutowiem, 

o Metoda z topnikiem, 

o Metoda z topnikiem – termopinceta, 

o Metoda z mostkiem lutowniczym – termopinceta, 

o Metoda z owijaniem lutowiem – termopinceta, 

o Metoda z topnikiem – termopinceta, 

�  Demonta�  komponentu z wyprowadzeniami w kszta
cie skrzyd
a mewy 
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(wyprowadzenia z czterech stron), 

o Metoda z mostkiem lutowniczym - przyssawka, 

o Metoda z mostkiem lutowniczym – napi� cie powierzchniowe, 

o Metoda z owijaniem lutowiem – przyssawka, 

o Metoda z owijaniem lutowiem – napi� cie powierzchniowe, 

o Metoda z owijaniem lutowiem – napi� cie powierzchniowe, 

o Metoda z topnikiem – przyssawka, 

o Metoda z topnikiem – napi� cie powierzchniowe, 

o Metoda z mostkiem lutowniczym – termopinceta, 

o Metoda z owijaniem lutowiem – termopinceta, 

o Metoda z topnikiem – termopinceta, 

o Metoda z wykorzystaniem gor� cego powietrza, 

�  Demonta�  komponentu z wyprowadzeniami w kszta
cie litery J, 

o Metoda z mostkiem lutowniczym – termopinceta, 

o Metoda z mostkiem lutowniczym – napi� cie powierzchniowe 

o Metoda z owijaniem lutowiem – termopinceta 

o Metoda z owijaniem lutowiem – napi� cie powierzchniowe 

o Metoda z topnikiem – termopinceta 

o Metoda z zastosowaniem tylko topnika i pobielonej ko� cówki, 

o Metoda z wykorzystaniem gor� cego powietrza 

�  Demonta�  BGA/CSP, 

o Demonta�  BGA/CSP, 

o Metoda z zastosowaniem podci� nienia, 

�  Demonta�  gniazda PLCC, 
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o Metoda z mostkiem lutowniczym, 

o Metoda z owijaniem lutowiem, 

o Metoda z topnikiem, 

o Metoda z wykorzystaniem r� czki do nadmuchu gor� cego powietrza, 

�  Przygotowanie pól lutowniczych SMD, 

o Przygotowanie pól lutowniczych SMD – metoda pojedynczego 

oczyszczania, 

o Przygotowanie pól lutowniczych SMD – metoda ci� g
a, 

o Usuwanie lutowia z powierzchni pól lutowniczych – metoda z 

wykorzystaniem ta� my, 

o Wyrównywanie pola lutowniczego, 

o Pobielanie pola SMT, 

o Oczyszczanie pól SMT, 

2. Techniki napraw p
yt drukowanych: 

�  P� cherze i rozwarstwienia 

o Naprawa rozwarstwienia/p� cherza – metoda wstrzykiwania 

�  Naprawa wygi� cia i skr� cenia, 

�  Naprawa rozwarstwienia/p� cherza – metoda wstrzykiwania, 

�  Naprawa materia
u podstawowego. 

o Metoda z wykorzystaniem � ywicy epoksydowej, 

o Metoda transplantacji obszaru, 

o Metoda transplantacji kraw� dzi, 

�  Naprawa podniesionych przewodników, 

o Metoda z wykorzystaniem � ywicy epoksydowej, 

o Metoda z wykorzystaniem ta� my z klejem, 
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o Przewodnik z folii miedzianej – metoda z wykorzystaniem 

� ywicy epoksydowej, 

o Przewodnik z folii miedzianej – metoda z wykorzystaniem 

ta� my z klejem, 

o Metoda zgrzewania (spawania), 

o Poprowadzenie przewodu przez p
yt� , 

o Metoda z tuszem przewodz� cym, 

o Metoda warstwy wewn� trznej, 

�  Naprawa podniesionego pola lutowniczego. 

o Metoda z wykorzystaniem � ywicy epoksydowej, 

o Metoda z wykorzystaniem ta� my z klejem, 

�  Naprawa pola lutowniczego. 

o Metoda z wykorzystaniem � ywicy epoksydowej, 

o Metoda z wykorzystaniem ta� my z klejem, 

�  Naprawa pola monta� owego SMD. 

o Metoda z wykorzystaniem � ywicy epoksydowej, 

o Metoda z wykorzystaniem ta� my z klejem, 

�  Naprawa otworu metalizowanego. 

o Brak po
� czenia w warstwie wewn� trznej, 

o Metoda podwójnej � ciany, 

o Po
� czenia w warstwie wewn� trznej, 

�  � ywice epoksydowe – miksowanie i nak
adanie. 

�  Przewody po
� czeniowe. 

o Przewody po
� czeniowe – ogólne wymagania, 

o Komponenty BGA, metoda przewodu po
� czeniowego z folii 
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miedzianej, 

o Komponenty BGA, metoda przez p
yt�  

10. Zaj � cia praktyczne 

�  Demonta�  elementów przewlekanych 

�  Demonta�  elementów powierzchniowych, 

�  Naprawa p� cherza i rozwarstwienia, 

�  Naprawa wygi� cia i skr� cenia, 

�  Naprawa materia
u podstawowego, 

�  Naprawa podniesionych przewodników, 

�  Naprawa podniesionego pola lutowniczego, 

�  Naprawa pola lutowniczego, 

�  Naprawa pola monta� owego SMD, 

�  Naprawa otworu metalizowanego, 

�  Monta�  przewodów po
� czeniowych, 

�  � ywice epoksydowe – przygotowanie i zastosowanie, 

11. Podsumowanie 

3 Informacja o Uzyskanych Certyfikatach po Uko� czeniu Szkolenia: 

 Osoby ko� cz� ce szkolenie otrzymaj�  nast� puj� ce certyfikaty: 

a) IPC-7711A/7721A CIS - Mi� dzynarodowy Certyfikat IPC, 

b) Certyfikat Ministerstwa Edukacji Narodowej 

4 Korzy� ci Wnikaj � ce z Obytego Szkolenia: 

 Uczestnicy szkolenia: 

�  Posi� d�  podstawowe informacje o metodach demonta� u elementów 
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przewlekanych, 

�  Posi� d�  podstawowe informacje o metodach demonta� u elementów 

powierzchniowych, 

�  Zdob� d�  informacje na temat napraw p� cherzy, wygi��  i skr� ce� , 

�  Zdob� d�  informacje na temat napraw otworu metalizowanego, 

�  Posi� d�  informacje na temat napraw materia
u podstawowego, 

�  Zdob� d�  informacje na temat napraw podniesionych przewodników, 

�  Posi� d�  informacje na temat napraw podniesionego pola lutowniczego, 

�  Zdob� d�  informacje na temat napraw pola monta� owego SMD, 

�  Posi� d�  informacje na temat przewodów po
� czeniowych, 

�  Zdob� d�  informacje na temat � ywic epoksydowych – miksowania i nak
adania, 

�  Posi� d�  praktyczne umiej� tno� ci demonta� u komponentów przewlekanych i 

powierzchniowych, 

�  Posi� d�  praktyczne umiej� tno� ci napraw p
yt drukowanych w tym: laminatu i 

wad laminatów, przewodników, pól lutowniczych, instalowania przewodów 

po
� czeniowych, 

5 Czas Trwania Szkolenia: 

 - 24  godziny (3 dni), 

6 Charakter Szkolenia: 

 Szkolenie jest treningiem teoretyczno-praktycznym, w trakcie którego zostan�  

zastosowane powszechne metody dydaktyczne zwi� kszaj� ce efektywno��  szkolenia, 

t.j. praca w grupach, analiza nowych technik demonta� u elementów przewlekanych i 

powierzchniowych, analiza technik napraw p
yt drukowanych. W czasie 

poszczególnych zada�  uczestnicy pracowa�  b� d�  w ma
ych i du� ych grupach, 

dyskutuj� c, wspó
pracuj� c i opracowuj� c wnioski. Zdobywanie nowych umiej� tno� ci 

w trakcie szkolenia ma charakter teoretyczno-praktyczny, co wymaga prowadzenia 
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zaj��  w formie wyk
adów, � wicze�  i warsztatów tak, aby w mo� liwie najwi� kszym 

stopniu sprzyja
y sytuacjom i problemom, z jakimi spotka si�  absolwent szkolenia w 

realiach wykonywanej pracy. 

7 Materia
y Szkoleniowe: 

 Indywidualnie dla ka� dego uczestnika materia
y szkoleniowe w tym wzory 

dokumentów i formularzy do � wicze� , wydruk prezentacji, d
ugopis, notatnik. 

8 Pozosta
e Pomoce Szkoleniowe: 

 Laptop z projektorem multimedialny lub rzutnik z foliami, ekran, flipchart, flamastry; 

fartuchy ESD, opaski nadgarstkowe, r� kawice statycznie bezpieczne, pakiety 

elektroniczne wykonane w technologii przewlekanej i powierzchniowej s
u�� ce do 

ukazania technik demonta� u, zestawy praktyczne (p
ytki komponenty) do nauki 

technik demonta� u po
� cze�  wykonanych w technologii przewlekanej i 

powierzchniowej, pakiety elektroniczne wykonane w technologii przewlekanej i 

powierzchniowej s
u�� ce do ukazania technik napraw p
yt drukowanych, zestawy 

praktyczne (p
ytki komponenty) do tworzenia po
� cze�  wykonanych w technologii 

przewlekanej i powierzchniowej, stacje lutownicze, groty, stacje rozlutowuj� ce, stacje 

nadmuchu gor� cego powietrza, dysze, g
owice do demonta� u komponentów 

elektronicznych, automaty lutownicze, urz� dzenia pick&place, rentgeny do 

sprawdzania BGA po lutowaniu, drukarki szablonowe, topniki, spoiwa lutownicze, 

narz� dzia r� czne, � rodki do czyszczenia pakietów elektronicznych, lupy, mikroskopy, 

maty sto
owy statycznie bezpieczne, wiertarki r� czne, wiertarki sto
owe, 

specjalistyczne wiert
a do napraw p
yt drukowanych, � ywice epoksydowe, kleje, � rodki 

koloryzuj� ce, ta� my kaptonowe, specjalistyczne materia
y s
u�� ce do napraw p
yt 

drukowanych, chwytaki p
yt drukowanych, przewody po
� czeniowe, ta� my klej� ce, 

imad
a do p
yt drukowanych, tygle lutownicze. 

9 Pozosta
e Informacje o Szkoleniu: 

 Szkolenie realizowane w dwóch formach: 
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·  szkolenia otwarte - w siedzibie firmy RENEX , 

·  szkolenia zamkni� te – wyjazdowe, realizowane u klienta, 

W trakcie szkolenia dla ka� dego uczestnika zapewniono równie� : 

·  obs
ug�  dwóch przerw kawowych, 

·  lunch, 

10 Informacje Dotycz� ce Wielko� ci Grupy (w przypadku szkole�  wyjazdowych, 

realizowanych u klientów): 

 - minimalna wielko��  grupy – 13 osób, 

- maksymalna wielko��  grupy – 18 osób, 

 


